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集成电路行业垂直化、专业化分工，晶圆代工是重要组成部分

数据来源：粤芯半导体招股说明书，平安证券研究所
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 集成电路行业呈现垂直化、专业化分工格局，制造环节是重中之重。集成电路行业上游为材料、设备，中游为生产，下游为终端应用，

生产环节又划分为设计、制造和封测，制造是集成电路行业垂直化分工的核心环节之一。

 晶圆代工承担推动半导体工艺制程向前推进的重任，地位举足轻重。根据参与产业链环节的不同，集成电路厂商分为IDM模式、晶圆代工

模式（Foundry模式）和Fabless模式，其中，Foundry模式不涵盖设计环节，专门负责集成电路制造，很大程度上承担制程节点向前推进

的重任，代表企业有台积电、中芯国际等。

集成电路产业链结构

模式介绍 代表企业

IDM模式
涵盖集成电路设计、集成电路制造、集成电

路封测以及后续的产品销售等环节
英特尔、德州仪器

Foundry模式
不涵盖集成电路设计环节，专门负责集成电
路制造，为集成电路设计公司提供晶圆代工
服务

台积电、格罗方德、中芯国际、

华虹宏力等

Fabless模式

不涵盖集成电路制造环节和集成电路封测环
节，专门负责集成电路设计和后续的产品销
售，将集成电路制造和封测外包给专业的集
成电路制造、封测企业

高通、英伟达

集成电路行业经营模式
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晶圆代工行业规模持续增长，大陆占比提升

数据来源：晶合集成港股招股说明书，平安证券研究所
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 根据晶合集成港股招股说明书数据，受益于消费电子、汽车电子、人工智能技术等高科技需求的快速增长，全球半导体产业高速发展，全球

晶圆代工市场规模从2021年的1002亿美元增至2025年的1747亿美元，复合年增长率为14.9%，尽管由于下游集成电路市场萎缩，2023年出现

小幅下滑。预计到2030年，全球市场将达到2955亿美元，2026年至2030年年复合增长率为10.7%。

 中国大陆晶圆代工市场销售额从2021年的94亿美元增至2025年的172亿美元，复合年增长率为16.3%。中国大陆在全球的市场占比从2021年的

9.4%提升升至2025年的9.8%。预计未来随着供应链国产化的进一步加速，中国大陆晶圆代工市场将继续扩大，2026年至2030年的年复合增长

率将增至15.1%，到2030年达到347亿美元，预计在全球的市场占比提升至11.8%。

全球晶圆代工市场规模预测（10亿美元）
全球晶圆代工中国大陆市场份额
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寡头垄断格局明显，台积电领先

数据来源：TrendForce，平安证券研究所
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 根据TrendForce数据，除了AI HPC与相关周边订单仍如火如荼出货外，第一季基于TV、PC/NB等供应链提前生产出货，晶圆代工厂商陆续

接获客户提前生产或加单订单。尽管仍受智能手机生产淡季影响，但淡季因素基本与供应链提前拉货所相抵，整体营运表现淡季不淡，第

一季全球前十大晶圆代工产值季增3.7%至479.5亿美元。

 晶圆代工重资产、长周期、高壁垒，行业参与者较少，寡头垄断格局明显。晶圆代工属于典型的技术、资本、人才密集型产业，门槛高，

头部效应显著。台积电是全球晶圆代工行业引领者，根据TrendForce数据，台积电2026Q1市占率72%，稳居行业第一；三星Foundry紧随其

后，市占率6.5%，位居第二；行业TOP5市占率合计达到91.1%，呈现明显的寡头垄断格局。

全球晶圆代工市场份额（2026Q1） 全球晶圆代工市场份额（2025Q4）
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数据来源：锐芯闻、TechInsights，平安证券研究所

主要Foundry技术路线图

先进制程持续推进，埃米时代竞速开启

 半导体制造最显著的发展方向是向更先进的制程持续推进。台积电继续保持行业领跑节奏，N2（2nm）工艺锁定2026年四季度量产，后续将通

过N2P、N2X等增强版节点持续迭代，2028-2029年向A14、A12等埃米级节点推进。英特尔以18A（1.8nm）为技术反攻核心节点，搭载

PowerVia背面供电与Ribbon FET晶体管架构。三星则采用双轨策略，SF3（3nm GAA）已率先量产，SF2（2nm）预计2026-2027年跟进，同时布

局 SF1.4等更先进节点。依托存储芯片优势，三星以"代工 + HBM" 捆绑模式切入AI芯片市场。

仅供内部参考，请勿外传！



5

晶体管结构演变

数据来源：电子工程世界，平安证券研究所

工作电压随工艺技术发展的变化

先进制程持续推进，晶体管逐渐转向GAA结构

 先进制程进一步向前推进将推动晶体管结构从FinFET逐渐转向GAAFET。半导体产业一直沿着摩尔定律不断推进，通过缩小晶体管尺寸提升芯

片性能、降低功耗。从90nm、45nm，到7nm、5nm，再到如今的3nm和2nm，先进制程不断刷新制造极限。过去几十年，鳍式场效应晶体管

（FinFET）架构长期支撑先进制程发展。从10nm节点开始，FinFET成为主流晶体管结构，并持续应用至3nm节点。

 但随着晶体管进一步缩小，传统结构逐渐面临漏电增加、性能提升受限等问题，产业开始转向全环绕栅极（GAA）架构。按照imec路线规划，

从2nm节点开始，由纳米片堆叠形成的GAA架构将成为重要技术方向。相比传统FinFET，GAA通过栅极包围沟道，实现更强的电流控制能力，

有望继续推动晶体管微缩。
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AI驱动，先进制程需求强劲

数据来源：晶合集成港股招股说明书，平安证券研究所
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 2026年先进制程需求除了由NVIDIA、AMD等企业的AI GPU拉动，Google、AWS、Meta等北美CSP，以及OpenAI、Groq等AI新创公司也积极自研AI

芯片，且陆续于今年进入量产与出货阶段，成为5/4nm及以下先进制程的成长推手。

 22纳米及以下制程的晶圆代工企业将成为行业未来的关键增长点动力。22纳米环节的规模将从2021年的129亿美元增长至2025年的200亿美元，

复合年增长率增长率为11.5%，预计到2030年将达到376亿美元，复合年增长率为13.5%。与此同时，22纳米以下环节的市场规模将从2021年的

102亿美元激增至2025年的487亿美元，复合年增长率为48.0%，并预计到2030年将进一步增长至1178亿美元，复合年增长率为19.3%。

全球晶圆代工不同制程节点市场规模（10亿美元） 全球晶圆代工不同制程节点制程占比
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数据来源：wind、TrendForce，平安证券研究所

大陆晶圆厂产能利用率

晶圆厂产能利用率提升，涨价延续

 AI带动下，大陆晶圆厂产能利用率提升。根据wind数据显示，中芯国际产能利用率从2023年第一季度的68%左右上升到2026年第一季度的

93%左右，华虹宏力产能利用率从2023年第四季度的84%左右上升到2026年第一季度的100%左右。

 根据TrendForce报告，随着AI Server、General Purpose Server与Edge AI周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，

加速改变成熟制程供需结构。八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及TSMC、Samsung减产，产能利用率与代工价格拉升。十二英寸成熟

制程则因TSMC启动减产，有望带动中长期转单效应，叠加原物料通膨等因素，导致晶圆代工涨价，预估涨势将延伸至2027年。

2H2025-2H2026晶圆代工涨价幅度变化
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先进制程资本性支出会显著提升，上游设备等受益

数据来源：中芯国际招股说明书，wind，平安证券研究所
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不同制程下晶圆厂的设备投资额（百万美元）

 根据中芯国际招股说明书，先进制程资本性支出会显著提升。以5nm节点为例，其投资成本高达150+亿美金，是14nm的2.5倍，是28nm的3.9倍。

先进制程不仅需要巨额的建设成本，而且也提高了设计企业的门槛。

 台积电资本开支处于行业领先，根据wind数据显示，2025年台积电资本开支为407亿美元，随着人工智能需求的增长，台积电预计2026年资本

开支增长至600-640亿美金。中芯国际预计2026年资本开支为84亿美元左右，与2025年持平，全球晶圆厂对于先进制程的投入也会带来上游设

备等需求增加。

2023 2024 2025 2026E

台积电 312 299 407 600-640

三星 471 369 361

中芯国际 76 77 84 与2025年大体持平

华虹宏力 9 28 18

主要晶圆厂资料开支情况（亿美元）
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投资建议

9

 晶圆代工行业规模持续增长，大陆占比提升：受益于消费电子、汽车电子、人工智能技术等高科技需求的快速增长，全球半导体产业高

速发展，全球晶圆代工市场规模从2021年的1002亿美元增至2025年的1747亿美元，复合年增长率为14.9%。预计到2030年，全球市场

将达到2955亿美元，2026年至2030年年复合增长率为10.7%。中国大陆晶圆代工市场销售额从2021年的94亿美元增至2025年的172亿

美元，复合年增长率为16.3%。中国大陆在全球的市场占比从2021年的9.4%提升升至2025年的9.8%。预计未来随着供应链国产化的进

一步加速，中国大陆晶圆代工市场将继续扩大，2026年至2030年的年复合增长率将增至15.1%，到2030年达到347亿美元，预计在全

球的市场占比提升至11.8%。

 寡头垄断格局明显，台积电领先：晶圆代工重资产、长周期、高壁垒，行业参与者较少，寡头垄断格局明显。晶圆代工属于典型的技术、

资本、人才密集型产业，门槛高，头部效应显著。台积电是全球晶圆代工行业引领者，根据TrendForce数据，2026Q1市占率72%，稳

居行业第一；三星Foundry紧随其后，市占率6.5%，位居第二；行业TOP5市占率合计达到91.1%，呈现明显的寡头垄断格局。

 产能利用率提升，涨价延续：AI带动下，大陆晶圆厂产能利用率提升。根据wind数据显示，中芯国际产能利用率从2023年第一季度的

68%左右上升到2026年第一季度的93%左右，华虹宏力产能利用率从2023年第四季度的84%左右上升到2026年第一季度的100%左右。

根据TrendForce报告，随着AI Server、General Purpose Server与Edge AI周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾

斜，加速改变成熟制程供需结构。八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及TSMC、Samsung减产，产能利用率与代工价格拉升。十

二英寸成熟制程则因TSMC启动减产，有望带动中长期转单效应，叠加原物料通膨等因素，导致晶圆代工涨价，预估涨势将延伸至

2027年。

 投资建议：看好产业自主可控长期趋势，建议关注晶圆代工企业中芯国际、华虹宏力、晶合集成、燕东微，芯联集成等。
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风险提示

1
0

1）宏观经济波动风险：如因为全球经济增速放缓甚至迟滞，半导体市场需求将不可避免出现增速放缓甚至萎缩的情况，影响晶

圆代工行业需求；

2）产品技术更新风险：晶圆代工新技术与新工艺层出不穷。如果企业不能持续更新工艺，将会削弱公司的竞争优势；

3）国产替代不及预期：如果客户认证周期过长，大陆厂商的设备研发技术水平达不到要求，则可能影响国产替代的进程。
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